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概要（Summary ）：

MEMS 要素技術の金薄膜の拘束焼結のため、シリコ

ン単結晶上に金属コーティングした基板を試作する

ことを目的とする。

基板上の薄膜中には焼結応力に比例して引張応力

が発生する。このため今年度は予備実験としてサブミ

クロン金粒子の焼結を行い、３次元 FIB トモグラフィ

ーによる多孔体構造の観察にもとづく焼結応力の直

接測定を行った。また、MEMS における拘束焼結の

影響について議論を行った。

実験（Experimental）：

サブミクロン金粒子は、これまでに早稲田大学と田

中貴金属より提供を受けた。ただし、焼結と３次元

FIB トモグラフィーによる観察は東京工業大学にお

いて実施した。一部の試料観察は走査型電子顕微鏡

（S-4800）を用いて行った。

結果と考察（Results and Discussion）：

３次元 FIB トモグラフィーにより、焼結の進行にと

もない相対密度が増加し、粒子間の気孔が連結した開

気孔構造から閉気孔構造へと変化する様子が把握で

きた。微構造の知識より焼結応力を推定する手法とし

て、エネルギー法と曲率法を提案した。エネルギー法

によれば焼結応力は相対密度とともに緩やかに増加

した。一方、曲率法によれば焼結応力は相対密度とと

もに、大きく増加した。曲率法による焼結応力はエネ

ルギー法により得られた値より低く、相対密度が１に

近づくと共に両者はしだいに近づいた。

以上の結果より、焼結応力に関する理論の再構築が

必要であることが明らかとなった。

その他・特記事項（Others）：

MEMS における拘束焼結による欠陥形成を実験的に

測定した焼結応力にもとづき解析し、緻密で健全な機能

をもつ MEMS 部材の開発につなげる。
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